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회사 개요

3

2002 Company was established 

2005

2009

TSMC DCA (Design Center Alliance)

TSMC VCA (Value Chain Aggregator)

2014 Listed in KOSDAQ stock market

2020 Samsung Foundry DSP

5 M&A (SNST, Pines, Argo, Eglam, Eguru)

Company History

2022 Best Engineering Award (Samsung Foundry)

AADP (Arm Approved Design Partner)

Company Snapshot

Chip 
Shipment

1.1B
(~2023)

Manpower

800+
(Including 

Subsidiaries)

Samsung Foundry 
Projects

60+
(Since 2019)(Since 2002)

Design Project
experience

800+

Global Operations (2020~)

2023 Synopsys IP-OEM multi year partnership

SF’s MDI (Multi-Die integration) Alliance

ARM Total Design Partner (Neoverse)

Revenue
3,221억

(2021Y)
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직접 수행
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시스템 반도체 시장 동향

시스템 반도체 시장은 AI, HPC, Automotive 등 고성능 응용 분야 중심으로 빠르게 성장

5nm 이하 미세 공정에서 전력 효율성과 성능이 극대화된 반도체에 대한 수요 증가

디자인하우스의 역할 중요 , 반도체 산업의 혁신과 성장을 주도함

전 세계 차량용 반도체 시장 규모
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450억달러
(약 63조 3240억원

740억달러
(약 102조 8442억원

1100억달러
(약 154조 3630억원

9%

9%

2021년 2026년 2030년

[단위]억달러 [출처]IHS마킷

전 세계 AI반도체 시장규모
(단위:달러)

347억

422억

514억

607억

711억

861억

2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
*자료 : 가트너

2023년 2024년 2025년 2026년
*자료 : 옴디아

263

421

557

645

5나노 이하 글로벌
파운드리 시장 전망
(단위:억달러)
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주요 사업 분야
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주요 사업 분야

V3

8



INVESTOR RELATIONS 2025

주요 사업 분야

9



INVESTOR RELATIONS 2025

10

성장전략 및 주요 성과
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수주 현황 및 계획

4차 산업 핵심 응용 분야에서 개발 및 양산 적극 추진
글로벌 시장 확대 및 개발 프로젝트 증가 : 양산 전환 가속화 및 지속적 성과 창출을 목표

개발 양산

2024 2025 2026(E) 2027(E) 2028(E)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
지역

국내

미주

양산Z사 14nm 통신용 칩

양산S사 4nm AI 칩 (예정)

양산Z사 14nm 통신용 칩 (예정)

양산R사 HPC 칩 (예정)

양산R사 5nm Mining 칩 (예정)

양산R사 4nm Mining 칩 (예정)

양산K사 2nm Mining 칩 (예정)

유럽

중국

양산F사 4nm HPC 칩 (예정)

양산S사 2nm Mining 칩 (예정)

양산H사 4nm Consumer 칩 (예정)

양산A사 4nm HPC 칩

S사 8nm 
HPC 칩

양산B사 5nm Automotive 칩 (1 st : ~26’1Q / 2nd : 25’3Q~27’1Q)

양산S사 4nm AI칩
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2025년 사업계획

- 미국 / 유럽 해외 현지법인

영업망을 통한 선단공정 고객

확보

- NRE 개발 매출의 증가 및

2025년 이후 양산 본격화에

따른 실적 증가 예상

- AI , HPC, Automotive 등

시스템 반도체 위주의 수익성

개선 기대
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기타 경영 현황 및 계획

Automotive 

인증

인력 충원

계획
IR 계획
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